












































































专利名称(译) 传感器系统的半导体器件
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摘要(译)

半导体器件可用于紧凑且重量轻的传感器系统，其不需要更换电池。半导体器件具有传感器芯片（SCHIP1），其包括传感器
（TD1，AS1，PD1，GS1），A / D转换电路（AD1），微处理器（CPU1），存储器（MEM1），传输电路（RF1）和发电电路
（CM1）。传感器，A / D转换电路，微处理器，存储器和传输电路形成在基板的一侧（SIDE1）上，而发电单元形成在基板的另一
侧（SIDE2）上。
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